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[Definice tenkych vrstev

Utvar, jehoZ jeden rozmér (tloustka) je
zanedbatelny vuci ostatnim dvéma
rozmerum.

~10 nm -10 ym



[Rozdélem’ depozichich metod

Depozice z pevné faze
(PVD - Physical Vapor Deposition)

Naparovani
Naprasovani

o Katodove

o Magnetronové



[Napraéovéni

*Uss—7

— Pracovni
“— mertni plyn
R — Substraty




[Rozdélenl’ depozichich metod

Depozice z plynné faze
(CVD - Chemical Vapor Deposition)

Plazmaticka depozice z plynné faze
(PECVD - Plasma Enhanced CVD)



[Typy tenkych vrstev

Kovy

Polovodice

Dielektrika

Tvrdeé a supertvrdé vrstvy
Polymerni vrstvy



[Typy tenkych vrstev-kovy

Naparovani, naprasovani (napi. Au, Al)

Moznost kombinace s jinymi prvky
(napfr. TIC, TIN, WC)

Vysoka tvrdost
Nizky koeficient treni
Od 70. let 20. st. prevlada napraSovani



[Typy tenkych vrstev-polovodice

CVD

Struktura zavisi na teplotée

o T<600°C —Si amorfni

o T>600°C —Si polykrystalicky

o T=900-1100°C —Si monokrystal

SiCla + 2H2 -> Si + 4HCI (T=1200°C)
SiHa -> Si + 2H2 (T=650°C)



[Typy tenkych vrstev-dielektrika

Naprasovani, CVD, PECVD
CVD: Si) + Oz -> SIO2
Sie)+ 2H20 -> SIO2 + 2H2
T=800-1200°C
PECVD:

Si120(CHs)s + 802 -> 25102 + 3CO2 +
3CO + 4H20 + 5H2

T ~20°C, ¢c(HMDSO)<< 20%



[Typy tenkych vrstev-Supertvrdé

Naprasovani, PECVD

DLC

Tvrdost diamantu 100 Gpa
Supertvrde vrstvy ~30-70 GPa



[Typy tenkych vrstev-polymerni

PECVD
vrdost ~1 GPa
Absorbce v UV oblasti spektra

HMDSO+02
c(HMDSO) > 20 %



[Aplikace tenkych vrstev

Vyroba mikroelektroniky (Si, Au, SiOx)
Oteruvzdorne vrstvy (TIC, WC, DLC)
Kluzneé zvrtvy (MoSz2, DLC)
Anti/reflexni vrstvy (Al, Au, Ag)
Polarizacni vrstvy

Ochranné vrstvy (SIOxCyHz)

Bariérni vrstvy (SiOx)

Biokompatibilni vrstvy (DLC)



Zakladni charakterizacni
[ metody

Tloustka

Mechanicke vlastnosti
Opticke vlastnosti
Chemicke slozeni
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[I\/Iechanické viastnosti

Indentacni zkousky- tvrdost, elasticky
modul pruznosti

Scratch test- adheze
Pin-on-disc-tribologicka zkouska



Indentacni zkousky-metoda DSI
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Optické vlastnosti

Elipsometrie
Index lomu vrstvy

ExtinkCni koeficient vrstvy

Tloustka vrstvy

ICIII

1.2 F
0,9 -
0,6
Dj-—
[LD-—
03l

-0,6 |

—— 55" experiment |

--------55° fit newAD |
Y
Il' e e —
AR
\ |
[
| i
N
| |
|
¥
' \
-D1g_||||||||||||‘|||||||||||| TR B
256 512 1024 2048



Chemickeé slozeni

IR absorpcCni spektroskopie

Po pruchodu EM zareni vrstvou
dochazi k absorpci charakteristickych
vinovych délek. .——————————
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[Zévér

Velka rada pouzitych materialu
Rozsahlée moznosti aplikaci



[Dékuji Za pozornost



